
Wafer-level electrical characterization and analysis 
are essential to improve MEMS performance

What it is

CEA-Leti is home to 70 wafer-level testing probers stations, 
both automated and semi-automated, for electrical 
behavior and reliability studies across temperature from 
-40 °C to 1,000 °C, and down to 2 Kelvin. Some probers 
also operate under vacuum pressures as low as 10-5 mbar. 

Complete RGA-TDS (residual gas analysis-thermal 
desorption spectroscopy) allows outgassing and sorption 
getter characterization under wafer-level packaging 
conditions, providing quantitative and qualitative data.

This information, combined with CEA-Leti’s modeling and 
analysis capabilities, helps to improve chip functionality, 
performance and reliability.

What it can do

CEA-Leti’s wafer-level characterization capabilities  
allow device developers and manufacturers to 
understand what is happening inside MEMS devices: 

•	 Hermeticity of wafer level sealed cavities,
•	 Integrated vacuum lifetime,
•	 Quality factor and resonance frequencies  

of resonator modes,
•	 MEMS behavior studies in harsh environmental 

conditions,
•	 Deep defects analysis.

MEMS Reliability
Caractérisations électriques sur wafer  
pour des MEMS plus performants

Description

Le CEA-Leti abrite 70 stations sous pointes pour wafer, 
tant automatiques que semi-automatisées, destinées 
à tester le comportement électrique et la fiabilité des 
composants entre -40 °C et 1 000 °C, et jusqu’à 2 Kelvin. 
Certaines stations fonctionnent sous vide à des pressions 
qui descendent jusqu’à 10-5 mbar.

Des essais alliant analyse des gaz résiduels (RGA) et 
thermo-désorption par spectrométrie de masse (TDS) 
permettent de caractériser le dégazage de couches 
minces et la capacité de pompage de getter dans des 
conditions de packaging collectif.

Avec les données quantitatives et qualitatives obtenues,  
le CEA-Leti améliore les performances et la fiabilité  
des puces.

Applications

Les capacités de caractérisation sur wafer du CEA-Leti 
aident les concepteurs et fabricants de MEMS à analyser : 

•	 l’herméticité des cavités scellées ;
•	 la longévité du vide ;
•	 le facteur de qualité et la fréquence de résonance  

des modes de résonateurs ;
•	 le comportement des MEMS dans des conditions 

environnementales difficiles ;
•	 les modes de défaillance.

Fiabilité des MEMS 
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What makes it unique

CEA-Leti's unique range of wafer-level characterization equipment is backed 
by a team of experts and by characterization protocols developed at CEA-Leti 
to extract useful information about the physical phenomena involved in the 
components behavior. 

In addition to testing at much wider range of temperatures than standard 
wafer prober capabilities, CEA-Leti is also home to laser vibrometers, infrared 
microscopy and lock-in thermography, and the ability to measure and analyze 
residual gases under vacuum inside volumes as small as 1 mm3. CEA-Leti has 
also developed specific modelling capabilities that are particularly useful to 
improving device reliability.

Finally, CEA-Leti has access to the CEA Nanocharacterization Platform  
for additional measurements, such as device morphology.

Working with CEA-Leti 

CEA-Leti’s wafer-level characterization capabilities are of interest to foundries 
and fabless companies seeking new insights into the electrical behavior and 
reliability of their MEMS components.

Companies that partner with CEA-Leti gain access to a world-class slate  
of wafer-level probers and other advanced characterization equipment,  
all backed by CEA-Leti’s modelling and analysis expertise, plus access 
to a wider range of measurements like those available at the CEA 
Nanocharacterization Platform.

Key equipment

•	 Custom residual gas analysis 
dedicated to integrated wafer 
level packaging

•	 Laser vibrometry to measure 
resonator behavior at wafer 
level before packaging under 
vacuum probe station

•	 Custom wafer level electrical 
characterization with physical 
stimulation (acoustic, etc.)

Interested in  
this expertise?

Contact:
Pierre Damien Berger 
pierre-damien.berger@cea.fr
+33 684 208 667 

� Thermal desorption spectroscopy
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Avantages

La gamme unique d’équipements de caractérisation sur wafer du CEA-Leti 
s’appuie sur des experts et sur des protocoles internes dédiés.

Le CEA-Leti dispose en particulier de stations sous pointes (probers) au niveau 
wafer fonctionnants sur des plages de températures beaucoup plus larges 
que les stations classiques, mais aussi de vibromètres laser, de microscopes 
infrarouge, de lock-in thermographie, et de dispositifs de mesure et d’analyse 
des gaz résiduels sous vide pour des volumes de seulement 1 mm3.  

Ses capacités de modélisation contribuent aussi à améliorer la fiabilité des 
composants. Le CEA-Leti dispose également d'un accès à la plateforme de 
nanocaractérisation du CEA pour étudier leur morphologie.

Travailler avec le CEA-Leti  

Les capacités de caractérisation sur wafer du CEA-Leti intéressent les fondeurs 
et les sociétés fabless cherchant à mieux comprendre le comportement 
électrique et à vérifier la fiabilité de leurs composants MEMS.

En s’associant au CEA-Leti, ces entreprises accèdent à des équipements 
de caractérisation de pointe, dont des stations de test au niveau wafer. 
Elles bénéficient de l’expertise de ses équipes en matière d’analyse et de 
modélisation, et d’un éventail de caractérisations plus large grâce notamment 
à la plateforme de nanocaractérisation du CEA.

Équipements clés

•	 Analyse sur mesure des gaz 
résiduels pour le packaging 
collectif

•	 Vibrométrie laser pour étudier le 
comportement des résonateurs 
au niveau wafer avant packaging 
sous probers sous vide

•	 Caractérisation électrique 
sur plaque avec stimulation 
physique (acoustique, etc.)

Cette technologie  
vous intéresse ?

Contact :
Pierre Damien Berger 
pierre-damien.berger@cea.fr
+33 6 84 20 86 67 

� Thermo-désorption par spectrométrie de masse 
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https://twitter.com/CEA_Leti
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